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Hitoshi OHMORI and Takeo NAKAGAWA

高強度メタルボンド過砥粒砥石の利用技術の探求の中で,電解インプロセスドレッシング

法の適用効果を兄い出した.これにより,鏡面研削の実現に成功したのみならず,高能率

研削を含めさまざまな方式-の通用効果も明らかとなっている.専用加工機の開発･市販

も始まり,将来の先端加工技術の-箕を担うものとして期待される.

1.は　じ　め　に

筆者らは数年来,メタルボンド砥石のなかでも最も強

靭とされている鋳鉄ファイバボンド砥石を有効に利用す

べく,特に高硬度材料を対象とした研削加工技術の開発

に携わってきた.その間,従来の研削技術には欠如して

いた確実なドレッシングを,適切な電気分解現象を利用

した手法により実現した.このドレッシングを加工中も

行うことで,メタルボンド砥石の性能を長期に渡り維持

できることを兄い出し,｢電解インプロセスドレッシング

研削法｣ (Elid研削法)の開発に至った.

ことに,本手法を微粒鋳鉄ファイバボンド砥石に適用

することで,汎用性･適用性に優れた鏡面研削法の実現

に成功し,先端加工技術の確立に道を拓いたものと思わ

れる.本稿では電解法に関する背景に触れ,筆者らによ

る電解インプロセスドレッシング研削法に基づく鏡面研

削および高能率研削効果やその実例について概説したい.

2.電解ドレッシング開発の背景

いわゆる電解ドレッシング法には,筆者らが研究を開

始する以前,その明確な加工機構の位置付けや実用に供

される動きがないまま一部試みられてきた背景がある.

本法をたどれば,アメリカ合衆国の代表的な砥石メー

カーであるノートン社において,今から20数年ほど前に

電解研削法における一部の試みとして行われていたよう

である.電解研削法は,導電性被削材に正極,導電性砥

石側に負極を与え,被削材の機械的な研削機構による除

去と,砥石と被削材との接触点における電解作用による

除去の両方を期待する手法である.この手法で,時々砥

石側と被削材側の電位を逆転させることによって,砥石
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側の電解を生じさせ,砥石の切れ味の回復を図るという

試みがなされていた.しかし,この方式では腐食性の高

い電解液の使用により砥石の減耗が早く,機械の腐食の

問題も解決できなかったため,実用には至らなかった.

その後,日本国内では7年ほど前に機械技術研究所に

おいて,メタルボンド破石と電解用に設けた電極の間に

同様の電解液を供給することにより,電解ドレッシング

が行われている.切断用のメタルボンド延石などに本電

解ドレッシングを適用した例(図1)として,研削抵抗

の著しい低減を中心とした砥石目立て効果が報告されて

いる1･2).しかしながら,腐食性の高いNaCl水溶液を電解

液として使用したため,加工機の腐食の問題が解決でき

なかったことや,当時適切なメタルボンド砥石がなかっ

たことで減耗が激しく,実用には至っていない.

また,電解研削･放電研削の機構に類する加工手法と

して,応用磁気研究所のMEEC研削や,日興機械の電界

放電研削というCOMMEC研削なども発表され,専用加

工機が市販されている3).両者とも特定の被削材質に関

しては効果が認められている.いずれも電解ドレッシン

グ効果には言及してはいないが,磁石切れ味の持続をう

たった加工方式は電流のリークを題方面に与え,電解ド

レッシング作用を引き起こす現象に基づくものであろう.

これまで加工機構があいまいなものであるという評価や,

図1切断砥石の電解ドレッシング法(岡野ら)
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特殊砥石の利用などから普及には至っていない.

上述のとおり,電解法自体は新たな加工法ではない.

しかし従来の電解とは異なり,筆者らの手法では開発当

初より通常の研削液として使用される水溶性研削液を水

道水で希釈したものを使用している.必ずしも電解には

適さないこの加工液は,加工機に腐食などの問題を生じ

させないだけでなく,パルス電源との組み合わせにより

微粒砥石に対し適切な電気分解で砥粒突出を維持できる

ことから鏡面研削法(図2)の実現をみた.この手法:

電解インプロセスドレッシング研削4-16)は,被削材の除

去には関与しないドレッシング作用を付加した加工に過

ぎず,除去に寄与するのはあくまで固定砥粒であるとい

う機構の明確な位置付けから,付加装置の簡易化を実現

し特殊加工機が必要ない実用的なものとなった(表1).

本開発を契機に,学会における鏡面研削法やメタルボン

ド砥石の利用法に関する研究報告が確実に増えている.

電気的ドレッシングに関する最近の報告では,ツイン

電極による放電/電解ドレッシングの研究がある17,18)

交流電源と専用加工液を用いたツイン電解ドレッシング

も提案されている(図3).交流とツイン電極による電解

効率の損失は,専用加工液とボンド溶出が容易な砥石種

(青銅ボンド等)により禰われると考えられる.本例を含

め,電極種や電解の種々の組み合わせが捷案されよう.

3. Elid研削の加工機構

筆者らが開発してきた研削手法は,鋳鉄ファイバボン

ドダイヤモンド/CBN砥石などのメタルボンド砥石に,

電気分解現象によるドレッシングを付与した｢電解イン

回転O電極:鍋, r77ァイト等

A･ Elid研削原理　　B. Elid研削装置(RGS-60 :不二越)

(ロータJ) -平面研削盤への通用方式味理および例)

図2　電解ドレッシング鏡面研削法(大森,中川)

孟源へ

ソイン電極(グラファイト)

メタルポンド砥石

図3　ツイン電解ドレッシング法(鈴木ら)
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表1 Elid鏡面研削の特徴と実用性

N ���.駅h獣�要因項目 之ﾆ蓬ｻ駘ｨﾊHﾞﾙd��慣用仕上研削法 

1 ��ﾔ斡�､"�送り精度 切込精度 機械振動 �� 

2 俶yw�7Y���砥粒 �+I7Y{��5�488Bﾄ4$竰�被削材による 

粒度 �-�-ｩ�xﾌ�,�+R�適用制限有り 

結合材 �))587H4�486��霻�利用法による 

3 侈Hﾞﾘ��ﾈ��砥石周速 送り速度 切り込み �� 

4 侈Hﾞﾙ<��ｲ�安定性 僵ﾈ迄ｷi4�,�ｸ鰓�再ドレス必要 

加工精度 仂�-�,Hﾘ(*"�砥石等による 

仕上粗さ 侈Hﾞﾘ,ﾈ-ﾘ,Xｻ駘｢�垂尭面は得薄い 

砥石減耗 仂�-�,H晴,�*"�条件による 

被削材 �-�-ｩ�xﾌ�,�+R�砿石等による 

プロセスドレッシング研削法｣と呼ぶものである4~16).鏡

面研削に適用する場合,粒度は#4000-#8000という平均

砥粒径2-4〟m程度のものが標準的である.従来の電

解ドレッシングとは異なり,筆者らの方式では図4のよ

うに電気分解により不導体被膜を生成させるとともに,

研削屑を排除しつつ加工中の被膜の厚みの変動を利用し

て砥石の自生作用を制御するというドレッシング機構に

基づき,常時電解が進行する方式ではない.よって,安

定性と同時に研削比も高く,効率良く鏡面研削が実現で

きる.このドレッシングサイクルは,図5に示す電解電

流変化の挙動からも理解できる.加工中は図6のように

微細砥粒突出が安定して維持される.このサイクルの適

切な実現には,表2の成立要因において通常研削液と鋳

鉄ファイバボンド(CIFB)磁石および放電加工電源ベー

スのパルス電源の利用が重要となる.これらの適用効果

を表3に示す.筆者は従来電解法との区別を意識し,電

解インプロセスドレッシング(些ectrolytic呈n-process

⊇ressing)から,本法を｢Elid研削法｣と名付けた.

①砥石目立て開始(5-10A)　②砥石目立て完了(lA前後)

絶縁性の被膜が成長

1
④Elid研削進行(1.5-2A)　③Elid研削開始(～出塾)

一撃寧_A::
磨耗　被陵は脆く研削原が

険厚の減少から

導電性が回復｡

･耗-被膜磨耗-自生〉　　　付着しにくい･

図4　電解インプロセスドレッシング研削機構
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図5　電解ドレッシングに伴う実電流･電位の変化

表2　Elid機構成立のための主要因

NQ 冽h淑Zｩ}��主設定要因 之ﾆ蓬ﾊHﾞﾘ��ﾈ��ﾙ.�,ﾉmｨ���

1 兒謁ﾘ��ﾈ��【∃電極位置 �7Y����6Hｼ亊Hｹyz3ｩo�S�ﾓ���､ﾆﾘ犬�

日電極面積 �i�駘ｩ��,ﾃ��ﾓ��,ﾉ6Hｼ冤ｩ��,X�"�

2 �6Hｴ8��ﾈ��電解設定条件 之��ﾓ�#�bﾈuG���ﾓC��ﾃ�5Fc"ﾓV､ﾅ2�

研削液抵抗率 ���#Bﾓ�紊�����H,ﾈ示6ﾙ/i7�,Yy駅��"�

3 �ｸｧx��ﾈ��研削液成分 �6Hｼ��i�ﾉZ�*ｨ晴,�*(.�,ﾂﾉf井ｸﾝﾉ?ﾈ.��

砥石ポンド材 �4ｹ7�,伜�ｹhﾈ/��i�ﾂ�Rﾄ譎9�*ｩ4ｹ9b��

4 亢�､(��ﾈ��研削液供給量 �7Y�駘ｨ,eｸ��6Hｼ亊H,仂�ｨ,仍�ｸ+x.��

砥石磨耗速度 �6H��mｩzx,I�ﾉ7�,i4ｹ7�,�ｩ'h+8+�.��

4. Elid研削の適用効果

次に, Elid研削法の適用による具体的な効果について,

鏡面研削と高能率研削とに大別し例示する.

4.1　鏡面研削の実現

Elid研削法の最も大きな効果として,微細砥粒メタル

ボンド砥石による能率的かつ安定性に優れた鏡面研削の

実現が挙げられる.従来研削では微粒砥石の適用が不可

能であったが, Elid研削法では図7のように非導電性/

導電性材料を問わず安定した鏡面加工を実現できる.こ

れは,砥石ボンド材の電解溶出による目立て以外にも,

表3　Elidによる代表的な効果と現象

[プロセス名] 併Ux��4�,���ﾈ��[主要なドレス効果と現象] 

①電解ドレス 末訳ﾓｸ����｣c�U4�ｧ�72�回目立て効果:砥石ボンド材のイオ 
(使用開始前の 初期目立) 刄悼ｻによる目立て. 

B]コ-ト効果:イオン化に伴い生ず 

>10-15min* 凾髟s導体被膜でボンド材の過溶出 

度を要する. 忠7Y��9�,�.h.鋳�を防止する. 

@Elid研削 ��回ドレス効果:被膜には研削屑が付 

(研削加工中) 剪�ｵ寒い上,電解.微少放電でも研 

一日立て後の砥 石を用いて安 剄寀福�恚�. 

囲自生効果:砥粒磨掛こ伴う被膜厚 
定した研削加 忠Nﾘﾞﾘﾝ篷_ｸ�."�の変動から,適切な自生発刃作用を 

工を行なう. ���ﾈ�9�,�.h.鋳�起こす. 
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図6　微細砥粒の突出状態(#4000)

研削屑の選択的な除去も行われていることを意味する.

非導電性研削屑は微少放電除去により,導電性研削屑は

研削屑自体の電解溶出により冒づまりが防止されると考

えられる.図8に本法による加工面粗さ例と面性状を示

す.現在, Rmax 80Å, Ra lOÅ程度まで得られている.

ナノメータオーダの加工面が安定して得られ,表層欠陥

も従来研磨の1/2-1/10に低減されている.

4.2　高能率研削の安定化

粗粒の鋳鉄ファイバボンド砥石など高強度メタルボン

ド超砥粒砥石は,高能率研削に適していると言われてき

たが,目つぶれに伴う高負荷,金属系材の研削に対する

目づまり発生が顕著で長時間の使用には耐えられず,頻

繁なドレッシングが必要であった. Elid法の適用により,

こうした問題はほぼ解決でき,ドレッシング作業の自動

化･能率化に寄与すると同時に,安定性に優れた高能率

---(荷重変化グラフ(Z方剛】=--[90/03/30,20:24:59] Ⅹ方向荷重:10.2

荷重くファイル:FCD001/0) (サンプリング回:1502/時間:300.4 SEC) Y方向荷重: 0.4

(kgf)Z方向荷重: 4.6(kgf日誌サンプリング回数: 17601

0　　　　　0　　　　　0642

面粗さ貼血　-

uZU＼u7品0.0

[♯4000CⅠFB-D砥石によるSiCのElid鏡面研削]剤コ ●●■●●● ●●●● (研削液:AFG-MX50) 

[研削条件:V1000m/min,f44mm/min,d2jLm] 

[Elid条件:Eo60V,Ⅰp30A,fon6jLS,ToLf7FLS] 

lllーllltll 

1　2　　3　　4　　5　　6　　7　　8　　9　10

---　研削回数(Pass)

図7　Elid鏡面研削加工の安定性

A.加工面粗さパターン例(シリコン)　　B.加工面性状

図8　Elid鏡面研削による面粗さと面性状
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0　　　　　0　　　　　0　　　　　0　　　　　054321

(JBq)富望壷恵要班　ー

[研削条件†:V1200m/min,.f20m/min,GS-CHF] 

[●△:♯170CⅠFB-D,d20〟m,P3mm,TraVerse] 

[■:♯170CⅠFB-CBN,d5〟m,W4mm,Plunge] 

[Eo60V,Ⅰp60A,T1.5-2iLS]A 

A 

[窒化けい素:通常研削] 

.-1qtl窒化;い素‥E,lid研R.;] 

(研削液:AFG-MX50) 

[焼き入れ材(SKH54):Elid研削] 

1lllll 

uo　　　500　　1000　1500　　2000　2500　3000

--除去体積(rrm3)

図9　Elid高能率研削加工の効果

研削の実現が確認されている.図9は一般の平面研削盤

において粗粒鋳鉄ファイバボンド砥石によりセラミック

スおよび鉄鋼材の研削加工を行った場合の効果を表す.

Elid研削抵抗は,通常時の1/2-1/5にまで低減され,ダイ

ヤモンド材料の加工にも成功している.

5. Elid研削の通用方式

筆者らはこれまで,種々のElid研削方式の開発･提唱を

行ってきた4-16).ここでは,表4に示す種々の方式の代表

例を取り挙げ,その適用原理と実例を示す.

5.1マシニングセンタ(MC)

マシニングセンタによる適用方式8)は基本的に,カッ

プ砥石とストレート砥石の2種である(図10A).カップ

磁石,ストレート砥石(図10B),あるいは軸付砥石,切

断砥石(ブレード)等をElid電極と共に交換することで形

状加工から鏡面加工まで1チャックで実現できる.

5.2　サーフェスグラインダ(平研)

サーフェスグラインダでのElid研削方式9･10)は, MCで

ストレート砥石を用いた方式と同等である.生産での利

用頻度や加工への汎用性から,その適用の意義は大きい.

図11Aに示す原理に基づいてElid法を適用し(図11B),さ

まざまな材質の鏡面研削が実現されている.

(自動切替)
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(VQC-15/40 :ヤマザキマザック)

A. Elid研削原理　　　　　　　　B. Elid研削装置

図10　マシニングセンタによるElid研削法
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表4　加工機とElid研削適用方式

Nu 丙��ﾔ斡�､%ﾒ�丙��ﾔ雲ｸ�ﾒ�劍暈�w��

加工機名(通称) 俯(��砥石塾 ��ﾔ瑛｢�送り方式 ��異饑ｸ��

1 �8ﾒﾘ5�8ｨ�ｸﾊHﾞﾙMR�縦型 �4ｨ6(7b�平面 �4�8ｨ�ｸ7b�一定切込 ���

2 �7ﾘ5h6ｨ984�5ｨ985邃ﾔ2��縦型 横型 �4ｨ6(7b�平面 �4�8ｨ�ｸ7b�一定切込 ���

ストレート (ブレード) 兌ﾙl｢�O�[ﾙl｢�鈴9ｹl｢�ラビッド クリープ �6x8�6��ｸ5��7h8�985r� 

軸付 兌ﾙl｢�O�[ﾙl｢�鈴9ｹl｢�>�l｢�クリープ �6x8�6��ｸ5��7h8�985r� 

3 �5H�ｸ7H4h5�4�8�48985��閏ﾘﾊB��横型 �5�6x8ﾈ�ｸ6r�平面 �8�7(6(6��トラバース ���

(ブレード) 冓駘｢�クリープ �7h8�985r�

4 �48987H4(�ｸ6位HﾞﾙMR�横型 縦型 �4ｨ6(7b�平面 �48987H4(�ｸ6��定速切込 定圧切込 �2�

5 �8�6(7hﾊHﾞﾙMR�縦型 �8�6(7b�平面 �48987H4(�ｸ6��4�8ｨ�ｸ7b�定圧切込 (走速切込) �B�

6 �5��ｸ6ｨ984�5ｨ985竇D2��横型 �4ｨ6(7b�5�6x8ﾈ�ｸ6r��7X8ﾈ�ｸ6ｒ�円筒面 端面 非円筒 �4�8ｨ�ｸ7b�8�7(6(6��トラバース ���

- 白ﾘ�(�)��� プフ/y 

軸付 �>�l｢�クリープ �6x8�6��ｸ5��⑦ 

7 ��9ｸﾊHﾞﾙMR�横型 �5�6x8ﾈ�ｸ6r��7X8ﾈ�ｸ6ｒ�円筒面 非円筒 �4�8ｨ�ｸ7b�8�7(6(6��トラバース ��

- �7h8�985r� 

5.3　インフィード平面研削盤

インフィード研削盤は砥石,ワークともに回転させ,

砥石面をワークに切り込む加工方式をとる.円形ワーク

の加工に最も適し,切り込み速度の制御により仕上まで

同一粒度の砥石で能率良く加工できる.研削面積が常に
一定であるため良好な加工平面度が得られ,加工面形状

の調整も容易である.図12A, Bに原理･実例を示す11).

5.4　ターニングセンタ(TC)

ターニングセンタは,ミル軸を有したCNC旋盤である

が, MC同様近年セラミックス加工に使用され始めてい

る.筆者らは,セラミックス円筒外周鏡面研削の実現に

始まり12),最近になって円筒内面の鏡面加工にも至っ

た13).図13Aに原理,図13Bに外周研削装置を示す.

(GS-CHF :黒田精工)

A. Elid研削原理　　　　　　　B. Elid研削装置

図11サーフェスグラインダによるElid研削法
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6. Elid鏡面研削の実例

ここでは,上述の各種Elid研削適用方式による代表的

な被削材質の鏡面加工例を示すこととする4-16)

6.1　シリコン(Silicon)

シリコンは被削性が良い反面,砥石切れ味にも敏感で,

加工面表層の歪に影響が現れやすい. Elid研削により安

定かつ低歪の鏡面加工ができており,すでにラップ代替

可能と評価されている.図14にElidクリープフィード･イ

ンフィード鏡面研削による加工例を示す4,ll).

6.2　フェライト(Ferrite)

フェライトは磁気ヘッド材料として電子産業には欠か

せない存在である.シリコンと同様にチッビングが生じ

やすく従来研削法は適用し難いが, Elid研削の適用によ

り安定かつ均一な加工が実現されている.図15にロータ

リー平面研削盤によるElid鏡面研削例を示す5).

切込　[電源]

A. Elid研削原理

(湘南エンジニアリング)

B. Elid研削装置

図12　インフィード研削盤によるElid研削法

CIFB砥石　回転　[電源]

セゝ ′'己53三･.･.･.･0

移動　　(自動切替)

(QT-10N :ヤマザキマザック)

A. Elid研削原理　　　　　　　B. Elid研削装置

図13　ターニングセンタによるElid研削法

A.鏡面研創実戦システム

B.鏡面研削加工条件 C.鏡面研削加工サンプル

[加工精度: Rmax40nm, Ra5nm→仕上加工時間:約6min]

図15　フェライトのElid鏡面研削例(適用(∋)
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6.3　ガラス(Glass)

ガラス材にはさまざまなものがあるが, Elid研削によ

り鏡面が得られている.従来研削ではくもりガラスしか

得られなかったが, Elid法により研削としては始めて透

明な面を得た.図16にロータリー平面研削盤でのクリー

プフィード研削による光学ガラス加工面を示す6).

6.4　ファインセラミックス

6.4.a　窒化けい素(Si3N｡)

窒化けい素は被削性が悪いため, Elid研削以外では安

定した加工は不可能に近い. Elid研削の適用方式として

は広範に選択可能である.平研上で#4000CIFB-D砥石を

利用したElid鏡面研削例を図17に示す9).

6.4.b　炭化けい素(Sic)

炭化けい素は,窒化けい素ほど被削性は悪くないもの

のやはり目つぶれの起こりやすい材料である.本材は,

鏡面加工性が良く窒化けい素と同様に研削方式を広範に

選択できる. MCにおいて#4000CIFB-D砥石を用いた

Elidクリープフィード研削による加工例を図18に挙げ

る7).

6.4.C　超硬合金(WC-Co)

本材は目づまりを起こしやすく通常は頻繁なドレスが

必要となるが, #120000 (砥粒径0.13ノJm) CIFB-D延石に

よるElidインフィード鏡面研削をも実現した.面粗さは

Rmax14nm, Ra2nmと世界最高水準を得た(図19) 14).

6. 5　鉄鋼材料(Steels)

鋳鉄ファイバボンドCBN砥石の利用により, MCや平

研によるさまざまなElid研削適用方式を鉄鋼材料一般に

担 ���$u2ﾓc���ﾌﾈｴ��儻9?����

陸 �� �6ﾄd"ﾔI7Y�馥9�i8ﾈｾ8,2ﾕﾒ�

Elid用電源【スタント電気] 

A.鏡面研削実故システム

B.鏡面研削加工条件(①)　　C.鏡面研削加工サンプル

[精度: Rm｡X34nm, Ra5nm①/Rmax54nm, Ra8nm④一時間約3min]

図14　シリコンのElid鏡面研削例(適用①, ④)

RGS-80実数損【不二題]

clFB-D砥石【新東ルーター]

El id用電源【スタント電気]

A.鏡面研削実数システム

B.鏡面研削加工条件 C.鏡面研削加工サンプル

[加工精度: RmX28nm, Ra5mm-仕上加工時間:約8min]

図16　光学ガラスのElid鏡面研削例(適用(丑)

19
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適用できている.平研において#4000CIFB-CBNスト

レート破石により鏡面加工した例(SKH54)を図20に示

す10).

7. Elid研削の応用開発

形状に関しては平坦面以外に円筒外周面(図21)12)や,

円筒内面の鏡面加工も実現されている13).曲面加工への

展開として,レンズ加工にも成功した15). Elid高能率研削

の応用として,高能率･高精度ツル-イングへの適用法

も開発された(図22)16).当然,他種メタルボンド(育

銅16),電着Ni等)砥石への適用も可能である.

平研:GS-CHFl黒田清工]

clFB-D砥石亡新京1レーク-]

El id用電涛【新東1レターコ

A.鏡面研削実鼓システム

B.鏡面研削加工条件 C.鏡面研削加工サンプル

[加工精度: Rmax56nm, Ra8nm-仕上加工時間:約15min]

図17　窒化珪素のElid鏡面研削例(適用③)

A.鏡面研削莫教システム

砥石 ��)iﾄ6ﾄcぴ�電圧 牝V��b�

周速 揚C3ビﾒ�問�電流 棉�3���

ワーク 僖�c��'�､ﾂ�7○n5JES で.H5ps 

切込 貿C��ﾄﾆ���

B.鏡面研削加工条件 C.鏡面研削加工サンプル

[加工精度: Rmax14nm, Ra2nm-仕上加工時間:約3min]

図19　超硬合金のElid鏡面研削例(適用④)

A.鏡面研削実教システム

嵩輝男蜂穫半玉 劔妹を嬢華輩.. 

砥石匝ooc.F8- 劔6H�2�之�G��

各周速く)/)in) 劔=Izﾂ�棉�����

砥石 刄潤[ク 途粤�綉､ﾂ�,X�ｩ?｣�綉､ﾂ�

yt471 兀,.80 

送り 吠^塔��ﾘ�ﾈ8V����異��蓬咾$､ﾂ�

ち.鏡面研削加工条件 C.鏡面研削加工サンプル

[加工精度: Rmax70nm, Rallnm-仕上加工時間:約15min]

図21各種セラミックスのElid円筒鏡面研削例(適用⑥)
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8. Elid研削研究の展望

メタルボンド超砥粒砥石の利用にElid法が不可欠であ

ることは明らかである.しかしElid法の特徴は逆に,砥粒

径にドレスサイクルがある程度依存することでもある

(図23).サブミクロン砥粒砥石では,遊離された恋粒が

加工に寄与すると考えられ,加工面性状からも検証され

ている14).砥石面の不導体被膜の完全制御の観点から,

Elid環境すなわち電源種,研削液種,礎石種等の適合性評

価や複合ドレスの可能性も追究したい.

9.お　わ　り　に

本稿では従来の電解法の背景を踏まえ,筆者らが研究

を進めてきた電解インプロセスドレッシング研削法に関

A.鏡面研削美故システム

B.鏡面研削加工条件 C.鏡面研削加工サンプル

[加工精度: Rmax26nm, Ra4nm-仕上加工時間:約6min]

図18　炭化珪素のElid鏡面研削例(適用②)

平研:GS-CHFl黒田棉エ]

CIFB-D砥石【新東プレタ-]

El id用電源【新東九･うー]

A.鏡面研剤実数システム

B.鏡面研削加工条件 C.鏡面研削加工サンプル

[加工精度: Rmax65nm, RalOnm-仕上加工時間:約15min]

図20　鉄鋼材(SKH54)のElid鏡面研削例(適用③)

①､y)レイング工程- ②電解ドレス工程- ③Elid癖削工程

図22　Elid研削によるツル-イング法(大森,高橋,中川)
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し,その機構,効果,方式,実例等について概説した.

すでに,超微粒鋳鉄ファイバボンド砥石(図24), Elid専

用電源(図25), Elid鏡面研削盤(図26)が市販されるに

至り, Elid研削法の実用化が開始されている.今後とも,

より優れた先端加工技術に育てて行きたい.
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